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Es wird ein Tester fur integrierte Halbleiterschaltungen 
geschaffen, der in einer integrierten Mischsignal-Halblei- 
terschaltung (11) mit einer A/D-Umsetzerschaltung (52) 
und mit einer D/A-Umsetzerschaltung (52) etne A/D-Um- 
setzerschaltung (51) und eine D/A-Umsetzerschaltung 
(52) mit hoher Genauigkeit und mit hoher Geschwindig- 
keit testen kann. In der Nahe einer Testschaltungsplatrne 
(10, IDA), auf der eine zu testende integrierte Halbleiter- 
schaltung (1 1) angebracht ist, ist eine Testhilfsvorrichtung 
(20) vorgesehen. Die Testhilfsvorrichtung (20) umfafSt 
eine Datenschaltung (63) zum Liefern analoger Testsigna- 
le an die A/D-Umsetzerschaltung (51) der zu testenden in- 
tegrierten Halbleiterschaltung (11) und digitaler Testsi- 
gnale an deren D/A-Umsetzerschaltung (52), einen MeB- 
datenspeicher (66) zum Speichern von Testausgangssi- 
gnalen von der zu testenden integrierten Halbleiterschal- 
tung (11) und einen Analysatorabschnitt (69) zum Analy- 
sieren der in dem MeBdatenspeicher (65) gespeicherten 
Daten. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betxifft das Gebiet der Tester fiir in- 
tegrierte Halbleiterschaltungen und der Verfahren zum Te- 
sten integrierter Halbleiterschaltungen und insbesondere ei- 
nen Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen mil einer 
A/D-Umsetzerschaltung zum Umsetzen anaioger Signale in 
digitale Signale und einer D/A-Umsetzerschaltung zum 
Umsetzen digitaler Signale in analoge Signale sowie ein 
Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschaltungen. 
[0002] Im folgenden wird der Tester fur eine integrierte 
Halbleiterschallung einfach Tester genannt. In den vergan- 
genen Jahren ist durch Kombination leistungsfahiger hoch- 
genauer digitaler Schaltungen und anaioger Schaltungen 
(Mischsignalisierung) in einer System-LSI, die von einer in- 
tegrierten Einchip-Halbleiterschaltung gebildet wird, die ih- 
rerseits von mehreren Funktionssystemmodulen (Einchip- 
LSI) gebildet wird, oder die von einer integrierten Hybrid- 
schaltung gebildet wird, in der die Integration rasch fortge- 
schritten, wobei die Tester fur diese integrierten Halbleiter- 
schaltungen zum Bewaltigen dieser Mischsignalisierung 
ebenfalls rasch fortgeschritten sind und von Testerherstel- 
lem Tester zum Test integrierter Mischsignal-Halbleiter- 
schaltungen geliefert werden. 

[0003] Damit die Tester an die Hochleistungsspezifikatio- 
nen der integrierten Mischsignal-Halbleiterschaltungen an- 
gepaBt sind, neigen sie aber dazu, teuer zu sein. In einer sol- 
chen Situation gibt es eine Entwicklung, das Steigen der Te- 
sterkosten durch die Wiederverwendung vorhandener lang- 
samer Tester mit niedriger Genauigkeit beispielsweise fiir 
Logik-LSIs zu vermeiden. 

[0004] Ein signifikantes Problem, das in solchen Testem 
zu lc3sen ist, ist der Test von D/A-Umsetzerschaltungen zum 
Umsetzen digitaler Signale in analoge Signale und von A/D- 
Umsetzern zum Umsetzen anaioger Signale in digitale Si- 
gnale. Das Problem besteht darin, wie bei wachsender Ge- 
nauigkeit dieser Umsetzerschaltungen 'Tester fiir integrierte 
Halbleiterschaltungen mit diesen Umsetzerschaltungen bei 
niedrigen Kosten zu realisieren sind. 

[0005] In einem allgemeinen Testereignis fiir Tester gibt 
es entlang eines MeBwegs von einem MeBinstrument in dem 
Tester zu der (im- folgenden DUT genannten) zu testenden 
integrierten Halbleiterschallung mehrere Haltevorrich tun- 
gen, die den Tester und die DUT verbinden, wie etwa eine 
DUT-Schaltungsplatine (DUT-Platine) und ein Kabel, wo- 
bei der MeBweg lang ist, was zum Auftreten von Rauschen 
und zur Verringerung der MeBgenauigkeit fiihrt, wahrend es 
schwierig ist, mehrere DUTs gleichzeitig zu testen. Da ein 
langsamer Tester die DUT wegen seiner Geschwindigkeits- 
beschrankung nicht bei einer praktischen Geschwindigkeit 
testen kann, gibt auch die steigende Testzeit fiir den Test 
massenproduzierter DUTs AnlaB zu Besorgnis. 
[0006] JP 1-316024 schlagt einen Tester mit einem Spei- 
cherelement zum Speichem umgesetzter Daten an der durch 
die Eingangsdaten in den D/A-Umsetzer der Testschaltung 
spezifizierten Adresse vor, in dem mit dem D/A-Umsetzer 
umgesetzte analoge Signale in den A/D:Umsetzer eingege- 
ben werden, die Ausgangssignale des A/D-Umsetzers nach- 
einander in dem Speicherelement gespeichert werden, die in 
dem Speicherelement gespeicherten umgesetzten Daten, 
wenn samtliche eingegebenen Daten umgesetzt worden 
sind, nacheinander an den Tester gesendet werden und die 
eingegebenen Daten nacheinander mit den umgesetzten Da- 
ten in dem Tester verglichen werden. 

[0007] Da die in den D/A-Umsetzer eingegebenen Daten, 
die Adressen des Speicherelements zum Speichern der um- 
gesetzten Daten und die Steuersignale von dem Tester geUe- 
fert werden mils sen, wahrend auBerdem die in dem Spei- 



cherelement gespeicherten Daten an den Tester geliefert 
werden miissen, kann aber die MeBgenauigkeit wegen d^m 
Rauschen auf dem langen MeBweg zwischen der DUT und 
dem Tester sinken. AuBerdem ist wegen der Belegung der 

5 Anzahl der Testerstiftelektroniken die gleichzeitige Mes- 
sung mehr als einer DUT schwierig. Da auBerdem die Kom- 
munikation zum Ubertragen umgesetzter Dateii an den Te- 
ster viel Zeit benotigt, wahrend die Testergebnisse nach Ab- 
schluB samtlicher Tests beurteilt werden, ist die Senkung der 

10 Zeitdauer ebenfalls schwierig. 

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen und ein 
Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschaltungen zu 
schafifen, die eine schneUe hochgenaue Messung bei niedri- 

15 gen Kosten realisieren konnen und die somit die obenpr- 
wahnten Nachteile nicht besitzen. 

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch 
einen Tester fur integrierte Halbleiterschaltungen nach An- 
spruch 1 bzw. durch ein Verfahren zum Testen integrierter 
20 Halbleiterschaltungen nach Anspruch 10. Weiterbildungen 
der Erfindung sind in den abhangigen Anspriichen angege- 
ben. 

[0010] GemaB einem Merkmal der Erfindung wird eine 
schnelle, hochgenaue Messung realisiert und ein Tester fiir 
25 integrierte Halbleiterschaltungen und ein Verfahren zum Te- 
sten integrierter Halbleiterschaltungen geschaffen, mit de- 
nen mehr als eine integrierte Halbleiterschallung gleichzei- 
tig getestet werden kann. 

[0011] GemaB einem Aspekt der Erfindung umfaBt ein Te- 

30 ster fiir integrierte Halbleiterschaltungen eine Testschal- 
tungsplatine, die Signale an eine zu testende integrierte 
Halbleiterschallung, die eine A/D-Umsetzerschaltung zum 
Umsetzen anaioger Signale in digitale Signale und eine 
D/A-Umsetzerschaltung zum Umsetzen digitaler Signale in 

35 analoge Signale enthalt, senden und von ihr empfangen 
kann, eine Testhilfsvorrichtung, die in der Nahe der Test- 
schaltungsplatine angeordnet und mit ihr verbunden ist und 
eine Testmaschine, die mit der Testhilfsvorrichtung verbun- 
den ist. Die Testhilfsvorrichtung umfaBt eine Datenschal- 

40 tung zum Erzeugen digitaler Testsignale und zum Liefern 
der digitalen Testsignale an die D/A-Umsetzerschaltung der 
zu testenden integrierten Halbleiterschallung, eine Test- 
D/A-Umsetzerschaltung zum Umsetzen der digitalen Testsi- 
gnale von der Datenschaltung in analoge Testsignale und 

45 zum Liefern der analogen Testsignale an die A/D-Umsetzer- 
schaltung der zu testenden integrierten Halbleiterschallung, 
eine Test-A/D-Umsetzerschaltung zum Umsetzen anaioger 
Testausgangssignale von der D/A-Umsetzerschaltung der zu 
testenden integrierten Halbleiterschallung in digitale Test- 

50 ausgangssignale, einen MeBdatenspeicher zum Speichem 
der digitalen Testausgangssignale von der A/D-Umsetzer- 
schaltung der zu testenden integrierten Halbleiterschallung 
und der digitalen Testausgangssignale der Test- A/D-Umset- 
zerschaltung und einen Analysatorabschnitt zum Analysie- 

55 ren jedes der in dem MeBdatenspeicher gespeicherten digi- 
talen Testausgangssignale. Der Tester fiir integrierte Halb- 
leiterschaltungen ist so konfiguriert, daB er die digitalen 
Testsignale und die analogen Testsignale anhand von An- 
weisungen von der Testmaschine an die zu testende inte- 

60 grierte Halbleiterschallung liefert, wahrend er die in dem 
MeBdatenspeicher gespeicherten Ei;gebnisse der Analyse je- 
des digitalen Testausgangssignals durch den Analysatorab- 
schnitt an die Testmaschine liefert. 

[0012] GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung wird 
65 in einem Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen mit einer A/D-Umsetzerschaltung zum Umsetzen 
anaioger Signale in digitale Signale und mit einer D/A-Um- 
setzerschaltung zum Umsetzen digitaler Signale in analoge 
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Signale der Test der integrierten Halbleiterschaltung in fol- 
gender Weise durchgefiihrt. In der Nahe einer Testschal- 
tungsplatine, die Signale an die zu testende integrierte Halb- 
leiterschaltung senden und von ihr empfangen kann, wird 
eine Testhilfsvorrichtung angeordnet. Die Testhilfsvorrich- 5 
tung umfaBt eine Datenschaltung zum Erzeugen digitaler 
Testsignale zum Liefern der digitaien Testsignale an die 
D/A-Umsetzerschaltung der zu lestenden integrierten Halb- 
leiterschaltung, eine Test-D/A-Umsetzerschaltung zum Um- 
setzen der digitaien Testsignale von der Datenschaltung in lO 
analoge Testsignale und zum Liefern der analogen Testsi- 
gnale an die A/D-Umsetzerschaltung der zu testenden inte- 
grierten Halbleiterschaltung, eine Test-A/D-Umsetzerschal- 
tung zum Umsetzen analoger Testausgangssignale der D/A- 
Umsetzerschaltung der zu testenden integrierten Halbleiter- 15 
schaltung in digitale Testausgangssignale, einen MeBdaten- 
speicher zum Speichern der digitaien Testausgangssignale 
von der A/D-Umsetzerschaltung der zu testenden integrier- 
ten Halbleiterschaltung und der digitaien Testausgangssi- 
gnale der Test- A/D-Umsetzerschaltung und einen Analysa- 20 
torabschnitt zum Analysieren jedes der in dem MeBdaten- 
speicher gespeicherten digitaien Testausgangssignale. Die 
digitaien Testsignale und die analogen Testsignale werden 
gemaB Anweisungen von einer Testmaschine an die zu te- 
stende integrierte Halbleiterschaltung gehefert, wahrend die 25 
Ergebnisse der Analyse der jew^eiligen in dem MeBdaten- 
speicher gespeicherten digitaien Testausgangssignale durch 
den Analysatorabschnitt an die Testmaschine geliefert wer- 
den. 

[0013] Da die in der Nahe der Testschaltungsplatine ange- 30 
ordnete Testhilfsvorrichtung gemaB der Erfindung mit einer 
Datenschaltung, einer Test-D/A-Umsetzerschaltung, einer 
Test-A/D-Umsetzerschaltung, einem Speicher fiir gemes- 
sene Daten und einem DSP-Analyseabschnitt versehen ist, 
wahrend die Testhilfsvorrichtung den Test der A/D-Umset- 35 
zerschaltung und der D/A-Umsetzerschaltung einer zu te- 
stenden integrierten Halbleiterschaltung ausfiihrt, kann der 
Test der integrierten Mischsignal-Halbleiterschaltung mit 
einer A/D-Umsetzerschaltung und einer D/A-Umsetzer- 
schaltung mit hoher Genauigkeit und hoher Geschwindig- 40 
keit ausgefiihrt werden, wahrend die Kostensenkung des Te- 
sters erreicht werden kann. 

[0014] Weitere Merkmale und ZweckmaBigkeiten der Er- 
findung ergeben sich aus der Beschreibung von Ausfiih- 
rungsformen der Erfindung anhand der Figuren. Von den Fi- 45 
guren zeigen: 

[0015] Fig, lA-lC Diagramme der Konfiguration einer 
ersten Ausfuhrungsform eines Testers fur integrierte Halb- 
leiterschaltungen und eines Testverfahrens unter Verwen- 
dung der ersten Ausfuhrungsform des Testers gemaB der Er- 50 
findung; 

[0016] Fig. 2 einen Blockschaltplan der Konfiguration ei- 
ner elektrischen Schaltung in der ersten Ausfuhrungsform; 
[0017] Fig, 3 eine Seitenansicht des DUT-Abschnitts der 
zweiten Ausfuhrungsform eines Testers fur integrierte Halb- 55 
leiterschaltungen gemaB der Erfindung; 
[0018] Fig. 4A-4C die Konfiguration des DUT-Ab- 
schnitts der dritten Ausfuhrungsform eines Testers fiir inte- 
grierte Halbleiterschaltungen und ein Testverfahren unter 
Verwendung der dritten Ausfuhrungsform des Testers ge- 60 
maB der Erfindung; 

[0019] Fig. 5A, 5B den DUT-Abschnitt einer vierten Aus- 
fuhrungsform eines Testers fur integrierte Halbleiterschal- 
tungen und ein Testverfahren unter Verwendung der vierten 
Ausfuhrungsform des Testers gemaB der Erfindung; und 65 
[0020] Fig. 6 einen Blockschaltplan der Schaltungskonfi- 
guration einer funften Ausfuhrungsform eines Testers fur in- 
tegrierte Halbleiterschaltungen und ein Testverfahren unter 



Verwendung der funften Ausfuhrungsform des Testers ge- 
maB der Erfindung. 

Ersle Ausfuhrungsform 

[0021] Fig. 1 ist ein Diagramm der Konfiguration der er- 
sten Ausfuhrungsform eines Testers fur integrierte Halblei- 
terschaltungen und eines Testverfahrens unter Verwendung 
der ersten Ausfuhrungsform des Testers gemaB der Erfin- 
dung. Fig. 1 A ist eine Draufsicht der Testschaltungsplatine 
(DUT-Platine), wahrend Fig, IB eine Seitenansicht der Test- 
schaltungsplatine und Fig. IC ein Konfigurationsdiagramm 
einer Testmaschine (eines Testers) ist. 

[0022] Der Tester der ersten Ausfuhrungsform umfaBt 
eine Testschaltungsplatine (DUT-Platine) 10, eine Testhilfs- 
vorrichtung (BOST- Vorrichtung) 20 und eine Testmaschine 
(Tester) 40. 

[0023] In der ersten Ausfuhrungsform dient die Testschal- 
tungsplatine 10 zum Test einer gegossenen IC als zu te- 
stende integrierte Halbleiterschaltung (DUT) 11. Die gegos- 
sene IC ist ein integrierter Halbleiterchip (IC-Chip), der mit 
einem PreBharz bedeckt ist und eine Anzahl von Anschlus- 
sen besitzt, die aus dem PreBharz herausgefiihrt sind. Der 
IC-Chip dieser DUT 11 ist beispielsweise eine Einchip- 
Mischsignal-System-LSI, die in einem Chip einen D/A-Um- 
setzer zum Umsetzen digitaler Signale in analoge Signale 
und einen A/D-Umsetzer zum Umsetzen analoger Signale in 
digitale Signale enthalt. Die DUT 11 kann auch eine inte- 
grierte Mischsignal-Hybridschaltung (Mischsignal-Hybrid- 
IC) sein, in der mehrere Chips auf einer gemeinsamen 
Schaltungsplatine integriert sind. 

[0024] Die Testschaltungsplatine 10 besitzt einen DUT- 
Sockel 12 zum Einstecken der Anschliisse einer integrierten 
Halbleiterschaltung (DUT) 11, wobei fur den Test um den 
DUT-Sockel 12 eine groBe Anzahl von Verbindungsan- 
schliissen 13 und Relaiskondensatoren 14 angeordnet sind. 
[0025] Unter der Testschaltungsplatine 10 ist ein Testkopf 
15 angeordnet. Der Testkopf 15 besitzt eine groBe Anzahl 
von AnschluBstiften 16, die mit der Testschaltungsplatine 10 
verbunden werden konnen, wobei die benotigten Signale 
uber diese AnschluBstifte 16 zu der DUT 11 ubertragen und 
von ihr empfangen werden. 

[0026] Die Testhilfsvorrichtung (BOST- Vorrichtung) 20 
ist in der Nahe der Testschaltungsplatine 10 angeordnet. In 
der ersten Ausfuhrungsform ist die Testhilfsvorrichtung 20 
auf einer Testhilfspiatine (BOST-Platine) 21 ausgebildet, die 
auf der DUT-Platine 10 angebracht ist. Auf der DUT-Platine 
10 ist ein Sockel 17 zum Anbringen der BOST-Platine 21 
befestigt. Die BOST-Platine 21 besitzt einen Verbinder 22, 
der in den Sockel 17 auf der Unterseite gesteckt ist, wobei 
die BOST-Platine 21 durch die in den Sockel 17 auf der 
DUT-Platine 10 eingesteckten Verbinder 22 abgestiitzt ist, 
wobei uber diesen Sockel 17 Signale an den Testkopf 15 ge- 
sendet oder von ihm empfangen werden. 
[0027] Die BOST-Platine (Abkurzung von Built-Off-Self- 
Test-Platine) 21 ist eine Platine der extemen DUT-Testhilfs- 
vorrichtung, die der Testschaltung beim Durchfuhren des 
Selbsttests in der DUT (BIST: Built-In-Self-Test) hilft, ohne 
daB sie von dem Tester 40 abhangt, wobei sie einen AD/DA- 
MeBabschnitt 23, einen Controllerabschnitt 24, einen DSP- 
Analysatorabschnitt 25, einen Speicherabschnitt 26 und ei- 
nen Stromversorgungsabschnitt 27 umfaBt. 
[0028] Der Tester 40 umfaBt einen Testmustergenerator 
(TPG) 41, einen Stromversorgungsabschnitt 42 und einen 
Stiftelektronikabschnitt 43; er liefert die Quellspannung Vd 
an die BOST-Platine 21; und er sendet BOST-Steuersignale 
44 an die BOST-Platine 21 und empfangt: solche von ihr 
Die BOST-Steuersignale 44 umfassen nicht nur die Anwei- 
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sung ssign ale von dem Tester 40 an die BOST-Platine 21 und 
an die DUT-Platine 10, sondem auch die Testanalyse-Ergeb- 
nissignale von der BOST-Platine 21 an den Tester 40. Die 
Steuersignale 44, die die Testanalysenummer» den Code und 
dergleichen enthalten, die von dem Tester 40 an die BOST- 
Platine 21 eingegeben werden, werden von dem in den Te- 
ster 40 integrierten Testmustergenerator 41 anhand der in 
dem Testprogramm beschriebenen Testsignalbedingungen 
auf die gleiche Weise wie im Test fiir andere DUTs 11 als 
Testmustersignale erzeugt und iiber den Stiftelektronikab- 
schnitt 43 des Testers 40 mit mehreren Signal-Eingabe/Aus- 
gabe-Stiften an die BOST-Platine 21 und an die DUT-Pla- 
tine 10 geliefert. Andererseits wird das von der BOST-Pla- 
tine 21 ausgegebene Testanalyseergebnis (Bestanden/Nicht- 
bestanden-Informationen) an den Stiftelektronikabschnitt 
43 des Testers 40 iibertragen, wobei die Ergebnisinformatio 
nen anhand des Vergleichs mit den Testmustersignalen und 
der Beurteilung des Beurteilungsabschnitts des Stiftelektro- 
nikabschnitts 43 in den Tester genommen werden. 
[0029] Fig. 2 ist ein Blockschaltplan der Konfiguration ei- 
ner elektxonischen Schaltung in der ersten Ausfuhrungs- 
form. Die DUT 11 umfaBt eine A/D-Umsetzerschaltung 51, 
die analoge Signale in digitale Signale umsetzt, und eine 
D/A-Umsetzerschaltung 52, die digitale Signale in analoge 
Signale umsetzt. 

[0030] Die BOST-Platine 21 umfaBt eine Test-D/A-Um- 
setzerschaltung 61, die analoge Testsignale an die A/D-Um- 
setzerschaltung 51 der DUT 11 liefert, und eine Test-A/D- 
Umsetzerschaltung 62, die analoge Testausgangssignale von 
der D/A-Umsetzerschaltung 52 der DUT 11 in digitale Test- 
ausgangssignale umsetzt. Femer umfaBt die BOST-Platine 
21 eine DAC-Eingangsdatenschaltung (DAC-Zahler) 63, 
eine Datenschreibsteuerschaltung 64, einen MeBdatenspei- 
cher-Adressenzahler 65, einen MeBdatenspeicher 66, eine 
Referenztaktschaltung 67, eine Taktgeneratorschaltung 68 
und einen DSP-Analyseabschnitt 69. Der DSP-Anaiyseab- 
schnitt 69 umfaBt einen DSP-Programm-ROM 70. 
[0031] Die Test-D/A-Umsetzerschaltung 61, die Test- 
A/D-Umsetzerschaltung 62, die DAC-Eingangsdatenschal- 
tung 63, die Datenschreibsteuerschaltung 64 und der MeB- 
datenspeicher- Adressenzahler . 65 sind in dem D/A- und 
A/D-MeBabschnitt 23 in Fig. 1 enthalten, wahrend der MeB- 
datenspeicher 66 in dem Speicherabschnitt 26 und der DSP- 
Analyseabschnitt 69 in den DSP-Analyseabschnitt 25 ent- 
halten ist. 

[0032] Die digitalen Signale fiir den Test (die Testdaten) 
sind in der DAC-Eingangsdatenschaltung 63 gespeichert 
und werden von dieser DAC-Eingangsdatenschaltung 63 
anhand des Befehls von dem Tester 40 an die D/A-Umset- 
zerschaltung 52 der DUT 11 und an die Test-D/A-Umsetzer- 
schaltung 61 der BOST-Platine 21 geliefert. 
[0033] Die an die Test-D/A-Umsetzerschaltung 61 gelie- 
ferten digitalen Signale fiir den Test (Testdaten) werden in 
analoge Testsignale umgesetzt, an die A/D-Umsetzerschal- 
tung 51 der DUT 11 geliefert, in dieser A/D-Umsetzerschal- 
tung 51 der DUT 11 in digitale Testausgangssignale umge- 
setzt und an den MeBdatenspeicher 66 geliefert. 
[0034] Andererseits werden die direkt von der DAC-Ein- 
gangsdatenschaltung 63 an die D/A-Umsetzerschaltung 52 
der DUT 11 gelieferten digitalen Testsignale in der D/A- 
Umsetzerschaltung 52 in analoge Testausgangssignale um- 
gesetzt und weiter in der A/D-Umsetzerschaltung 62 der 
BOST-Platine 21 in digitale Testausgangssignale umgesetzt, 
die an den MeBdatenspeicher 66 geliefert werden. 
[0035] Der MeBdatenspeicher 66 speichert diese von der 
A/D-Umsetzerschaltung 51 der DUT 11 geheferten digita- 
len Testausgangssignale sowie die von der D/A-Umsetzer- 
schaltung 52 iiber die A/D-Umsetzerschaltung 62 gehefer- 



ten digitalen Testausgangssignale nacheinander an spezifi- 
zierten Adressen. 

[0036] Die A/D-Umsetzerschaltung 51 der DUT 11 und 
die A/D-Umsetzerschaltung 62 der BOST-Platine 21 setzen 

5 die analogen Signale nacheinander in digitale Signale um 
und geben jedesmal, wenn ein digitales Signal erzeugt ist, 
jeweils BUSY-Signale aus. Diese BUSY-Signale werden an 
die Datenschreibsteuerschaltung 64 auf der BOST-Platine 
21 geliefert. Die Datenschreibsteuerschaltung 64 riickt die 

10 digitalen Testdaten der DAC-Eingangsdatenschaltung 63 
anhand der gelieferten BUSY-Signale nacheinander fiir jede 
Dateneinheit in die nachsten digitalen Testdaten vor und be- 
wirkt, daB die Adresse des MeBdatenspeichers 66 fiir den 
MeBdatenspeicher- Adressenzahler 65 vorgeriickt wird. 

15 [0037] Somit werden die Codes der in der DUT 11 umge- 
setzte digitalen Testdaten durch die BUSY-Signale in die 
DAC-Eingangsdatenschaltung 63 vorgeriickt, wobei die in 
der DUT 11 umgesetzten Adressen zum Speichem der digi- 
talen Testausgangssignale in dem MeBdatenspeicher 66 

20 nacheinander vorgeriickt werden und wobei somit die fiir 
den Test erforderliche Umsetzung in der A/D-Umsetzer- 
schaltung 51 und in der D/A-Umsetzerschaltung 52 in der 
DUT 11 nacheinander ausgefiihrt wird, wahrend die umge- 
setzten MeBdaten nacheinander in dem MeBdatenspeicher 

25 66 gespeichert werden. AnschlieBend wird der Umsetzungs- 
test bis zum letzten Codesatz in dem DSP-Analyseabschnitt 
69 der BOST-Platine 21 fortgeselzt, wobei samlhche Ergeb- 
nisse in dem MeBdatenspeicher 66 gespeichert werden, 
[0038] Nach AbschluB des Umsetzungstests durch die 

30 A/D-Umsetzerschaltung 51 und die D/A-Umsetzerschal- 
tung 52 in der DUT 11 liest der DSP-Analyseabschnitt 69 
auf der BOST-Platine 21 unter Verwendung des in dem 
DSP-Programm-ROM 70 gespeicherten Programms nach- 
einander die in dem MeBdatenspeicher 66 gespeicherten 

35 umgesetzten Daten und analysiert die Umsetzungseigen- 
schaften. Diese Analyse umfaBt die Berechnung der Para- 
meter der A/D-Umsetzungseigenschaften, der Parameter der 
D/A-Umsetzungseigenschaften, der differentiellen Lineari- 
tat, des integralen nichtlinearen Fehlers und dergleichen, 

40 wobei das Ergebnis der Analyse (Bestanden/Nicht-bestan- 
den-Informationen) von der BOST-Platine 21 an den Tester 
40 gesendet wird, wo die Testergebnisse verarbeitet werden. 
[0039] Da die BOST-Platine 21 in der ersten Ausfiih- 
rungsform in der Nahe der DUT-Platine 10 angeordnet ist 

45 und die Funktion zum Durchfiihren des Umsetzungstests der 
A/D-Umsetzerschaltung 51 und der D/A-Umsetzerschal- 
tung 52 der DUT 11 besitzt, kann dieser Umsetzungstest auf 
der BOST-Platine 21 durchgefiihrt werden. Im Ergebnis 
kann die analoge MeBsystemleitung zwischen der DUT-Pla- 

50 tine 10 und der BOST-Platine 21 verkurzt wenien, das Auf- 
treten von MeBfehlem wegen Rauschens ausreichend be- 
schrankt werden, der hochgenaue Test realisiert werden und 
der Test anhand des Sendens und Empfangens der Signale 
zwischen der DUT-Platine 10 und der nahegelegenen 

55 BOST-Platine 21 mit hoherer Geschwindigkeit durchgefiihrt 
werden. Da die analoge MeBsystemleitung zwischen der 
BOST-Platine 21 und dem Tester 40 weggelassen werden 
kann, kann die Genauigkeit des Tests verbessert werden. Da 
auBerdem der erforderliche Umsetzungstest auf der BOST- 

60 Platine 21 abgeschlossen wird und die Ergebnisse an den 
Tester 40 iibertragen werden, kann die Testgeschwindigkeit 
im Vergleich dazu, daB die umgesetzten Daten an den Tester 
40 gesendet werden, verbessert werden. 
[0040] Da die Umsetzungstestfunktion der A/D-Umset- 

65 zerschaltung 51 und der D/A-Umsetzerschaltung 52 in der 
ersten Ausfiihrungsform auf der BOST-Platine 21 angeord- 
net ist, braucht die umfangreiche Funktion hierfur nicht zu 
dem Tester 40 hinzugefiigt zu werden, wobei steigende Ko- 
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sten des Testers 40 vermieden werden konnen und sogar ein 
herkommlicher langsamer Tester verwendet werden kann. 
Da die Erweiterung der Funktionen durch eine Hardware- 
konfiguration beschrankt ist, wahrend die Verbesserung des 
Testers selbst erforderlich ist, konnen die Entwicklungsko- 
sten bei der Herstellung eines Testers 40 mit einer Spezial- 
meBfunktion steigen. Da gemaB der ersten Ausfiihrungs- 
form der Testmustergenerator und die Stiftelektroniken ver- 
wendet werden, die typischerweise in allgemeinen Testem 
eingesetzt werden, kann die BOST-Platine konfiguriert und 
gesteuert werden, ohne daB sie durch verschiedene Spezifi- 
kationen und Beschrankungen der Tester beeinfluBt wird, 
wobei eine Anwendung auf verschiedene Tester moglich ist' 

Zweite Ausfiihrungsforni 

[0041] Fig. 3 ist eine Seitenansicht des DUT-Abschnitts 
der zweiten Ausfuhrungsform eines Testers fur integrierte 
Halbleiterschaltungen und eines Testverfahrens unter Ver- 
wendung der zweiten Ausfuhrungsform des Testers gemaB 
der Erfindung. In der zweiten Ausfuhrungsform ist die 
BOST-Platine 21 der ersten Ausfuhrungsform auf der Ober- 
seite der DUT-Platine 10 angeordnet. AuBerdem wird in der 
zweiten Ausfuhrungsform eine gegossene integrierte Halb- 
leiterschaltung, deren A/D-Umsetzer 41 und D/A-Umsetzer 
42 getestet werden, in den Sockel 12 auf der DUT-Platine 10 
gesteckt. 

[0042] In Fig. 3 ist auf der rechten Oberseite der DUT-Pla- 
tine 10 eine BOST-Platine 21 angeordnet, wobei die beiden 
Platinen in diesem Abschnitt verbunden sind, wahrend zwi- 
schen den beiden Platinen und dem Testkopf 15 Signale ge- 
sendet und empfangen werden. Die Konfiguration auf der 
BOST-Platine 20 ist die gleiche wie die Konfiguration aus 
Fig. 1, und ihre Schaltungskonfiguration ist die gleiche wie 
die Schaltungskonfiguration aus Fig. 2. 35 
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Chips entsprechende Abschnitte getestet werden. 

Vierte Ausfuhrungsform 

5 [0045] Fig. 5 zeigt den DUT-Abschnitt der vierten Aus- 
fuhrungsform eines Testers fur integrierte Halbleiterschal- 
tungen und ein Testverfahren unter Verwendung der vierten 
Ausfuhrungsform des Testers gemaB der Erfindung, wobei 
Fig. 5A eine Seitenansicht und Fig. 5B eine Draufsicht ist. 
10 In der vierten Ausfiihrungsform sind die BOST-Platine 20A 
aus der dritten Ausfuhrungsform sowie die BOST-Schnitt- 
stellenplatine 17 und die Verbindungsstruktur 16 weggelas- 
sen. Die erforderliche Verbindung ist dadurch ausgefuhrt 
daB em AD/DA-Me6abschnitt 21, ein Steuerabschnitt 22,' 
15 ein Speicherabschnitt 24, ein DSP-Analyseabschnitt 23 und 
ein Stromversorgungsabschnitt 25, die die BOST-Vorrich- 
tung 20 bilden, samtlich auf der Oberseite der DUT-Platine 
lOA mit den Sonden 30 angeordnet sind. 
[0046] Die Schaltungskonfiguration der vierten Ausfiih- 
20 rungsform ist die gleiche wie die Konfiguration aus Fig. 2 in 
der ersten Ausfuhrungsform, wobei der Test der A/D-Um- 
setzerschaltung 51 und der D/A-Umsetzerschaltung 52 der 
DUT llA in der gleichen Weise wie in der ersten Ausfuh- 
rungsform durchgefuhrt wird. 
25 [0047] Da die BOST-Vomchtung 20 oder die BOST-Pla- 
tine 21 Oder 21A in der zweiten, dritten und vierten Ausfuh- 
rungsform in der Nahe der DUT-Platine 10 oder lOA ange- 
ordnet sind, wahrend der Test in der gleichen Weise wie in 
der ersten Ausfuhrungsform durchgefuhrt wird, konnen wie 
30 in der ersten Ausfuhrungsform ein hochgenauer schneller 
Test und die Kostensenkung der Vorrichtung erreicht wer- 
den. 

Fiinfte Ausfuhrungsform 



Dritte Ausfuhrungsform 

[0043] Fig. 4 zeigt die Konfiguration des DUT-Abschnitts 
der dritten Ausfuhrungsform eines Testers fiir integrierte 
Halbleiterschaltungen und ein Testverfahren unter Verwen- 
dung der dritten Ausfuhrungsform des Testers gemaB der 
Erfindung. Fig. 4A ist eine Draufsicht der BOST-Platine 
21A, wahrend Fig. 4B eine Draufsicht der BOST-Schnitt- 
stellenpiatine, Fig. 4C eine Draufsicht der DUT-Platine lOA 
und Fig. 4D eine Seitenansicht der DUT-Platine lOA ist. In 
der dritten Ausfuhrungsform wird eine integrierte Halblei- 
terschaltung in einem Waferzustand dem Test ausgesetzt 
(DUT). Die DUT-Platine lOA ist eine kreisformige Son- 
denkarte, die auf der Unterseite in ihrem Mittelabschnitt 
eine groBe Anzahl von Sonden 30 fur den Wafer 11 A besitzt. 
Auf der DUT-Platine lOA ist iiber eine VerbindungssU^ktur 
31 eine BOST-Schnittstellenplatine 32 angeordnet, auf der 
ein Verbinder 33 befestigt ist. Die BOST-Platine 21A, die 
die BOST-Vonrichtung 20 bildet, ist ebenfalls kreisfbrmig, 
wobei auf der Oberseite dieser BOST-Platine 21 A ebenfalls 
der AD/DA-MeBabschnitt 23, ein Controllerabschnitt 24, 
ein Speicherabschnitt 26, ein DSP-Analyseabschnitt 25 und 
eine Stromversorgung 27 angeordnet sind. 
[0044] Die Konfiguration der elektrischen Schaltung der 
dritten Ausfuhrungsform ist die gleiche wie die Konfigura- 
tion aus Fig. 2 in der ersten Ausfuhrungsform, wobei der 
Test dadurch, daB in dem Abschnitt, der dem Chip des Wa- 
fers 11 A entspricht, ein Kontakt der Sonde 30 zu einer gro- 
Ben Anzahl von Anschlussen hergestellt wird, ahnlich wie in 
der ersten Ausfuhrungsform durchgefuhrt wird. Der Ab- 
schnitt, der dem Chip des Wafers 11 A entspricht, wird nach- 
einander verschoben, wobei nacheinander benachbarte den 



[0048] Fig. 6 ist ein Blockschaltplan der Schaltungskonfi- 
guration der funften Ausfuhrungsform eines Testers fiir inte- 
gnerte Halbleiterschaltungen und eines Testverfahrens unter 
Verwendung der funften Ausfuhrungsform des Testers der 
40 Erfindung. In der funften Ausfuhrungsform ist die A/D-Um- 
setzerschaltung 51 von einem Typ, der keine BUSY-Signale 
erzeugt. Somit werden von dem Tester 40 Auslosesignale 74 
zum Vorriicken der digitalen Testdaten der Datenschaltung 
63 m die digitale Einheit und zum Vorriicken der Adresse 
45 des MeBdatenspeichers 66 geliefert. Da die.A/D-Umsetzer- 
schaltung 62 so konfiguriert werden kann, daB BUSY-Si- 
gnale erzeugt werden, konnen diese BUSY-Signale zusam- 
men mit den Auslosesignalen 74 verwendet werden. Die an- 
deren Konfigurationen sind die gleichen wie die aus Fig. 2. 
50 [0049] Da die von dem Tester 40 an die BOST- Vorrich- 
tung 20 gesendeten Auslosesignale 74 in der funften Aus- 
fuhrungsform digitale Signale sind, wahrend zwischen dem 
Tester 40 und der BOST- Vorrichtung 20 kein leicht durch 
Rauschen beeinfluBtes analoges Signalsystem hinzugefiigt 
55 1st, kann auBerdem wie in der ersten Ausfuhrungsform ein 
hochgenauer, schneller Test erreicht werden. 
[0050] Da die in der Nahe der Testschaltungsplatine ange- 
ordnete Testhilfsvorrichtung gemaB der Erfindung wie oben 
beschrieben mit einer Datenschaltung, einer Test-D/A-Um- 
60 setzerschaltung, einer Test-AyD-Umsetzerschaltung, einem 
MeBdatenspeicher und einem DSP-Analyseabschnitt verse- 
hen ist, wahrend die Testhilfsvorrichtung den Test der A/D- 
Umsetzerschaltung und der D/A-Umsetzerschaltung einer 
zu testenden integrierten Halbleiterschaltung durchfuhren 
65 kann, kann der Test einer integrierten Mischsignal-Halblei- 
terschaltung mit einer A/D-Umsetzerschaltung und mit ei- 
ner D/A-Umsetzerschallung mit hoher Genauigkeit und mit 
hoher Geschwindigkeit durchgefuhrt werden und die Ko- 
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stensenkung des Testers erreicht werden. 
[0051] AuBerdem wird der Test der A/D-Umsetzerschal- 
tung und der D/A-Umsetzerschaltung der gegossenen inte- 
grierten Halbleiterschaltung in dem Tester, dessen Test- 
schaltungsplatine mit einem Sockel zum Anbringen der ge- 5 
gossenen IC versehen ist, leicht durchgefiihrt, wahrend der 
ahnliche Test unter Verwendung der mit Sonden versehenen 
Testschaltungsplatine ebenfalls leicht in dem Waferzustand 
durchgefiihrt werden kann. 

[0052] AuBerdem kann in dem Tester, dessen Testhilfs- lO 
vorrichtung eine Testhilfsplatine mit einer Datenschaltung, 
einer Test-D/A-Umsetzerschaltung, einer Test-A/D-Umset- 
zerschaltung, einem MeBdatenspeicher und einem DSP- 
Analyseabschnitt umfaBt, die Testhilfsvorrichtung in der 
Testhilfsplatine konzentriert sein, um die Vorrichtung zu 15 
vereinfachen. In dem Tester, dessen Testhilfsplatine in den 
Sockel der Testschaltungsplatine gesteckt wird, kann dessen 
Baueinheit vereinfacht werden, wahrend beim Anordnen 
der Testhilfsplatine auf der Testschaltungsplatine sogar der 
Tester vereinfacht werden kann. 20 
[0053] AuBerdem kann in dem Tester, dessen Testhilfs- 
vorrichtung direkt auf der Testschaltungsplatine angebracht 
ist, die Konfiguration des Testers weiter vereinfacht werden. 
[0054] AuBerdem kann in dem Tester, der Vorriicksignale 
von der Test-A/D-Umsetzerschaltung und von der A/D-Um- 25 
setzerschaltung der zu testenden integrierten Halbleiter- 
schaltung erzeugt, und der Vorrucksignale von der Testma- 
schine erzeugt, durch das Vorriicken der digitalen Testsi- 
gnale oder der Adresse des MeBdatenspeichers anhand des 
Vorriicksignals ein effektiver Test durchgefiihrt werden. 30 
[0055] OfFensichtlich sind im Licht der obengenannten 
Lehre viele Abwandlungen und Anderungen der Erfindung 
moglich. Somit ist selbstverstandlich, daB die Erfindung im 
Umfang der beigefiigten Anspriiche anders als oben be- • 
schrieben ausgefiihrt werden kann. 35 
[0056] Die gesamte Offenbarung von JP 2000-356724-A, 
eingereicht am 22. November 2000, einschlieBlich der Be- 
schreibung, der Anspriiche, der Zeichnung und der Zusam- 
menfassung, auf der die Pripritat der vorliegenden Anmel- 
dung beruht, ist hiermit in ihrer Gesamtheit durch Literatur- 40 
hinweis eingefiigt. 

Patentanspruche 

1 . Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen, mit: 45 
einer Testschaltungsplatine (10, lOA), die Signale an 
eine zu testende integrierte Halbleiterschaltung (11), 
die eine A/D-Umsetzerschaltung (51) zum Umsetzen 
analoger Signale in digitale Signale und eine D/A-Um- 
setzerschaltung (52) zum Umsetzen digitaler Signale in 50 
analoge Signale enthalt, senden und von ihr empfangen 
kann; 

einer Testhilfsvorrichtung (20), die in der Nahe der 
Testschaltungsplatine (10, IDA) angeordnet und mit ihr 
verbunden ist; und 55 
einer Testmaschine (40), die mit der Testhilfsvorrich- 
tung (20) verbunden ist, 
wobei die Testhilfsvorrichtung (20) umfaBt: 
eine Datenschaltung (63) zum Erzeugen digitaler Test- 
signale und zum Liefem der digitalen Testsignale an 60 
die D/A-Umsetzerschaltung (52) der zu testenden inte- 
grierten Halbleiterschaltung (11); 
eine Test-D/A-Umsetzerschaltung (61) zum Umsetzen 
der digitalen Testsignale von der Datenschaltung (63) 
in analoge Testsignale und zum Liefem der analogen 65 
Testsignale an die A/D-Umsetzerschaltung (51) der zu 
testenden integrierten Halbleiterschaltung (11); 
eine Test-A/D-Umsetzerschaltung (62) zum Umsetzen 
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analoger Testausgangssignale von der D/A-Umsetzer- 
schaltung (52) der zu testenden integrierten Halbleiter- 
schaltung (11) in digitale Testausgangssignale; 
einen MeBdatenspeicher (66) zum Speichem der digi- 
talen Testausgangssignale von der A/D-Umsetzer- 
schaltung (51) der zu testenden integrierten Halbleiter- 
schaltung (11) und der digitalen Testausgangssignale 
der Test-A/D-Umsetzerschaltung (62); und 
einen Analysatorabschnitt (69) zum Analysieren jedes 
der in dem MeBdatenspeicher (66) gespeicherten digi- 
talen Testausgangssignale, wobei 

der Tester fur integrierte Halbleiterschaltungen so kon- 
figuriert ist, daB er die digitalen Testsignale und die 
analogen Testsignale anhand von Anweisungen von 
der Testmaschine (40) an die zu testende integrierte 
Halbleiterschaltung (11) liefert, wahrend er die in dem 
MeBdatenspeicher (66) gespeicherten Ergebnisse der 
Analyse jedes digitalen Testausgangssignals durch den 
Analysatorabschnitt (69) an die Testmaschine (40) lie- 
fert. 

2. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB jede inte- 
grierte Halbleiterschaltung (11) als gegossene IC kon- 
struiert ist, bei der ein integrierter Halbleiterschaltung- 
schip mit einem PreBharz eingeschlossen ist, aus dem 
mehrere Anschliisse gefuhrt sind, wobei die Testschal- 
tungsplatine (10, lOA) einen Sockel (12) zum Anbrin- 
gen der gegossenen IC besitzt. 

3. Tester fur integrierte Halbleiterschaltungen nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB jede inte- 
grierte Halbleiterschaltung (11) in einem Halbleiterwa- 
fer (llA) enthalten ist, wahrend die Testschaltungspla- 
tine (10, lOA) mit mehreren Sonden (30) versehen ist, 
die mit den integrierten Halbleiterschaltungen (11, 
11 A) in Kontakt stehen. 

4. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach ei- 
nem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Testhilfsvorrichtung (20) eine Testhilfspla- 
tine (21, 21A) enthalt, die die Test-D/A-Umsetzer- 
schaltung (61), die Test-A/D-Umsetzerschaltung (62), 
den MeBdatenspeicher (66) und die Analysatorschal- 
tung (69) tragt. 

5. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Test- 
hilfsplatine (21, 21A) in der Weise konstruiert ist, daB 
sie in den Sockel (17) auf der Testschaltungsplatine 
(10, lOA) eingesetzt werden kann. 

6. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach 
Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Test- 
hilfsplatine (21, 21 A) auf der Testschaltungsplatine 
(10, lOA) angebracht ist. 

7. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Testhilfsvorrichtung (20) direkt an der Test- 
schaltungsplatine (10, lOA) befestigt ist. 

8. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach ei- 
nem vorangehenden Anspruch, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Test-A/D-Umsetzerschaltung (62) und die 
A/D-Umsetzerschaltung (51) der zu testenden inte- 
grierten Halbleiterschaltung (11) jedesmal, wenn ein 
digitales Testausgangssignal ausgegeben wird, ein Vor- 
riicksignal ausgeben, wobei das digitale Testsignal von 
der Datenschaltung (63) vorruckt und die Adresse des 
MeBdatenspeichers (66) vorruckt. 

9. Tester fiir integrierte Halbleiterschaltungen nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Testmaschine (40) jedesmal, wenn die A/D- 
Umsetzerschaltung (51) der zu testenden integrierten 
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Halbleiterschaltung (11) ein digitales Testausgangssi- 
gnal ausgibt, ein Vorriicksignal ausgibt, wobei anhand 
des Vorriicksignals das digitale Testsignal von der Da- 
tenschaJtung (63) vorriickt und die Adresse des MeBda- 
tenspeichers (66) vorruckt. 5 
10. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen mit einer A/D-Umsetzerschaltung ■ (51) zum 
Umsetzen analoger Signale in digitale Signale und mit 
einer D/A-Umsetzerschaltung (52) zum Umsetzen di- 
gitaler Signale in analoge Signale, wobei der Test der 10 
integrierten Halbleiterschaltung in der Weise durchge- 
fiihrt wird, daB in der Nahe einer Testschaltungsplatine 
(10, lOA), die Signale an die zu testende integrierte 
Halbleiterschaltung (11) senden und von ihr empfan- 
gen kann, eine Testhilfsvorrichtung (20) angeordnet 15 
wird, die umfaBt: 

eine Datenschaltung (63) zum Erzeugen digitaler Test- 
signale und zum Liefem der digitalen Testsignale an 
die D/A-Umsetzerschaltung (52) der zu testenden inte- 
grierten Halbleiterschaltung (11); 20 
eine Test-D/A-Umsetzerschaltung (61) zum Umsetzen 
der digitalen Testsignale: von der Datenschaltung (63) 
in analoge Testsignale zum Liefem der analogen Test- 
- signale an die A/D-Umsetzerschaltung (51) der zu te- 
stenden integrierten Halbleiterschaltung (11); 25 
eine Test- A/D-Umsetzerschaltung (62) zum Umsetzen 
analoger Testausgangssignale der D/A-Umsetzerschal- 
tung (52) der zu testenden integrierten Halbleiterschal- 
tung (11) in digitale Testausgangssignale; 
einen Mefidatenspeicher (66) zum Speichern der digi- 30 
talen Testausgangssignale von der A/D-Umsetzer- 
schaltung (51) der zu testenden integrierten Halbleiter- 
schaltung (11) und der digitalen Testausgangssignale 
der Test- A/D-Umsetzerschaltung (62); und 
einen Analysatorabschnitt (69) zum Analysieren jedes 35 
der in dem MeBdatenspeicher (66) gespeicherten digi- 
talen Testausgangssignale, wobei 

die digitalen Testsignale und die analogen Testsignale 
gemaB Anweisungen von einer Testmaschine (40) an 
die zu testende integrierte Halbleiterschaltung (11) ge- 40 
liefert werden, wahrend die Ergebnisse der Analyse der 
jeweiligen in dem MeBdatenspeicher (66) gespeicher- 
ten digitalen Testausgangssignale durch den Analysa- 
torabschnitt (69) an die Testmaschine (40) geliefert 
werden. 45 

11. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zu testenden integrierten Halbleiterschaltungen 
(11) gegossene ICs sind, bei denen ein integrierter 
Halbleiterschaltungschip mit einem PreBharz einge- 50 
schlossen ist, aus dem mehrere Anschlusse gefuhrt 
sind, wobei der Test dadurch ausgefuhrt wird, daB die 
gegossene ICin einem Sockel (12) der Testschaltungs- 
platine (10, lOA) angebracht wird. 

12. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 55 
tungen nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zu testenden integrierten Halbleiterschaltungen 
(11) in einem Halbleiterwafer (llA) enthalten sind, 
wobei der Test dadurch durchgefiihrt wird, daB meh- 
rere auf der Testschaltungsplatine (10, lOA) vorgese- 60 
bene Sonden (30) mit den zu testenden integrierten " 
Halbleiterschaltungen (11, llA) in Kontakt gebrachl 
werden. 

13. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach einem der Anspriiche 10 bis 12, dadurch 65 
gekennzeichnet, daB die Testhilfsvorrichtung (20) eine 
Testhilfsplatine (21, 21A) enthalt, die die Test-D/A- 
Umsetzerschaltung (61), die Test-A/D-Umsetzerschal- 
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tung (62), den MeBdatenspeicher (66) und die Analysa- 
torschaltung (69) tragt, wobei der Test dadurch durch- 
gefuhrt wird, daB die Testhilfsplatine (21, 21A) in der 
Nahe der TestschaltungsplaUne (10, lOA) angeordnet 
wird. 

14. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Test dadurch durchgefiihrt wird, daB die Test- 
hilfsplatine (21, 21A) in einen Sockel (17) auf der Test- 
schaltungsplatine (10, lOA) gesteckt wird. 

15. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Test dadurch durchgefiihrt wird, daS die Test- 
hilfsplatine (21, 21A) auf der Testschaltungsplatine 
(10, lOA) angebracht wird. 

16. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschd- 
tungen nach einem der Anspriiche 10 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Test dadurch durchgefuhrt 
wird, daB die Testhilfsvorrichtung (20) direkt an der 
Testschaltungsplatine (10, lOA) befestigt wird. 

17. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach einem der Anspriiche 10 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Test in der. Weise durchge- 
fiihrt wird, daB jedesmal, wenn durch die Test-A/D- 
Umsetzerschaitung (62) und durch die A/D-Umsetzer- 
schaltung (51) der zu testenden integrierten Halbleiter- 
schaltung (11) die digitalen Testausgangssignale aus- 
gegeben werden, ein Vorriicksignal ausgegeben wird, 
wobei anhand des Vorriicksignals das digitale Testsi- 
gnal von der Datenschaltung (63) vorruckt und die 
Adresse des MeBdatenspeichers (66) vorriickt. 

18. Verfahren zum Testen integrierter Halbleiterschal- 
tungen nach einem der Anspriiche 10 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Test in der Weise durchgefuhrt 
wird, daB die Testmaschine (40) jedesmal, wenn die 
A/D-Umsetzerschaltung (51) der zu testenden inte- 
grierten Halbleiterschaltung (11) ein digitales Testaus- 
gangssignal ausgibt, ein Vorriicksignal ausgibt, wobei 
anhand des Vorriicksignals das digitale Testsignal von 
der Datenschaltung (63) vorruckt und die Adresse des 
MeBdatenspeichers (66) vorruckt 
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